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一、个人申报
（一）基本情况【围绕《浙江工程师学院（浙江大学工程师学院）工程类专业学位研究生工

程师职称评审参考指标》，结合该专业类别(领域)工程师职称评审相关标准，举例说明】

1.对本专业基础理论知识和专业技术知识掌握情况

      
本人系统的掌握了本专业的基础理论知识和专业技术知识，熟悉相关的法律、政策，熟练掌

握本专业的技术标准、规范。通过十多年的行业工作和不断学习、进修，提升了自己的学识

水平和业务能力，并注重理论联系实际，在工作中丰富了自己的实践经验。在浙江大学浓厚

文化底蕴及“求是”校训下，我勤奋刻苦，成绩优良，在校系统学习了《计算机网络》《光

纤通信技术》《数字电路》《模拟电子技术》《信号与系统》《程控交换技术》《电子与信

息工程技术管理》《移动互联网智能设备应用设计与实践》《大数据技术前沿》《射频集成

电路设计》等课程。熟练掌握并灵活运用信息通信相关知识于具体项目中。

2.工程实践的经历

      下面是我负责或参与完成的具体实践项目：

(1)，负责完成了浙江富春江通信集团光纤连接器企业标准的编制，并完成了光纤连接器产

品的研发，并通过省级鉴定，实现了产品投产。

(2)，参与完成了浙江大学电子信息技术与系统研究所的光纤光栅项目的国家级鉴定。

(3)，参与完成了南京第十四研究所的光纤延时线项目，并顺利完成交付。

(4)，负责完成了杭州兆业光电科技有限公司平面光波导分路器项目的研发投产，并以第一

发明人申请了相关专利。

(5)，参与了浙江大学射频与光子研究中心回音壁模谐振腔的制作开发，并达到了同期国内

领先水平。

3.在实际工作中综合运用所学知识解决复杂工程问题的案例

       
下面是本人完成的PLC光分路器耦合、封装案例详解。PLC光分路器的封装是指将平面波导分

路器上的各个导光通路（即波导通路）与光纤阵列中的光纤一一对准，然后用特定的胶（如

环氧胶）将其粘合在一起的技术。其中PLC分路器与光纤阵列的对准精确度是该项技术的关

键。PLC分路器的封装过程包括耦合对准和粘接等操作。PLC分路器芯片与光纤阵列的耦合对

准我们采用的是六维精密微调架、光源、功率计、显微观测系统。 

       下面是我的PLC分路器耦合封装详细流程（以8路输出为例，16，32路类同）：

（1）耦合对准的准备工作：先将波导清洗干净后小心地安装到波导架上；再将光纤清洗干

净，一端安装在入射端的精密调整架上，另一端接上光源（先接6.328微米的红光光源，以

便初步调试通光时观察所用）。

（2）借助显微观测系统观察入射端光纤与波导的位置，并通过六维调节架手动调整光纤与

波导的平行度和端面间隔。

（3）打开激光光源，根据显微系统观测到的X轴和Y轴的图像，并借助波导输出端的光斑初

步判断入射端光纤与波导的耦合对准情况，以实现光纤和波导对接时良好的通光效果。

（4）当显微观测系统观察到波导输出端的光斑达到理想的效果后，移开显微观测系统。

（5）将波导输出端光纤阵列（FA）的第端面清洗干净，并用吹气球吹干。再采用步骤(2)的

方法将波导输出端与光纤阵列连接并初步调整到合适的位置。然后将其连接到双通道功率计

的两个探测接口上。

（6）将光纤阵列入射端6.328微米波长的光源切换为1.310微米的光源，调整波导输出端与

光纤阵列的位置，使波导出射端接收到的光功率值最大，且两个通道的光功率值应尽量相等
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（即调整输出端光纤阵列，使其与波导入射端实现精确的对准，从而提高整体的耦合效率）

。

（7）当波导输出端光纤阵列的光功率值达到最大且尽量相等后，再进行点胶工作。

（8）重复步骤（6），再次寻找波导输出端光纤阵列接收到的光功率最大值，以保证点胶后

波导与光纤阵列的最佳耦合对准，并将其固化，再进行后续操作，完成封装。

       
在上面的耦合对准过程中，PLC分路器有8个通道且每个通道都要精确对准，由于波导芯片和

光纤阵列（FA）的制造工艺保证了各个通道间的相对位置，所以只需把PLC分路器与FA的第

一通道和第八通道同时对准，便可保证其他通道也实现了对准，这样可以减少封装的复杂程

度。在上面的封装操作中最重要、技术难度最高的就是耦合对准操作，它包括初调和精确对

准两个步骤。其中初调的目的是使波导能够良好的通光；精确对准的目的是完成最佳光功率

耦合点的精确定位。对接光波导需要6个自由度；3个平动（X、Y、Z）和3个转动（α、β、

g），为了使封装的波导器件性能良好，我采用的调节架的平动精度在0.5微米以下，转动精

度高于0.05度。我通过上述方法的耦合封装，1x8、1x16、1x32PLC光分路器的插入损耗分别

能达到10.5dB、13.6dB、16.8dB，能满足通信工程实际传输要求。
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（二）取得的业绩（代表作）【限填3项，须提交证明原件（包括发表的论文、出版的著作、专利

证书、获奖证书、科技项目立项文件或合同、企业证明等）供核实，并提供复印件一份】

1. 
公开成果代表作【论文发表、专利成果、软件著作权、标准规范与行业工法制定、著作编写、科技

成果获奖、学位论文等】

成果名称

成果类别 

[含论文、授权专利（含

发明专利申请）、软件著

作权、标准、工法、著作

、获奖、学位论文等]

发表时间/

授权或申

请时间等

刊物名称

/专利授权

或申请号等

本人

排名/

总人

数

备注

专利 授权发明专利
2011年06

月01日

专利号：ZL 

2010 2 

0560992.0 

1/2  

      

      

2.其他代表作【主持或参与的课题研究项目、科技成果应用转化推广、企业技术难题解决方案、自

主研发设计的产品或样机、技术报告、设计图纸、软课题研究报告、可行性研究报告、规划设计方

案、施工或调试报告、工程实验、技术培训教材、推动行业发展中发挥的作用及取得的经济社会效

益等】

 












